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(57)摘要

本发明公开了一种微型LED显示模块的封装

结构，包括电路板、多个发光单元和透明封装层，

发光单元包括第一倒装蓝光芯片、倒装绿光芯片

和第二倒装蓝光芯片，第一倒装蓝光芯片、倒装

绿光芯片、第二倒装蓝光芯片依次固定在电路板

上，发光单元与发光单元之间、第一倒装蓝光芯

片与倒装绿光芯片之间、倒装绿光芯片与第二倒

装蓝光芯片之间的间隙均用填充层来填充，第一

倒装蓝光芯片或者第二倒装蓝光芯片上涂覆有

红色荧光层，透明封装层包裹于整个电路板和发

光单元的表面。本发明减少了贴片器件贴装时

LED颗粒间的间隙，单个发光单元尺寸大幅缩小

至微米级，提升发光单元密度，最终显示分辨率

提高；提升了显示屏热漂移色差的问题。
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1.一种微型LED显示模块的封装结构，其特征在于，包括电路板、多个发光单元和透明

封装层，发光单元包括第一倒装蓝光芯片、倒装绿光芯片和第二倒装蓝光芯片，第一倒装蓝

光芯片、倒装绿光芯片、第二倒装蓝光芯片依次固定在电路板上，发光单元与发光单元之

间、第一倒装蓝光芯片与倒装绿光芯片之间、倒装绿光芯片与第二倒装蓝光芯片之间的间

隙均用填充层来填充，第一倒装蓝光芯片或者第二倒装蓝光芯片上涂覆有红色荧光层，透

明封装层包裹于整个电路板和发光单元的表面。

2.根据权利要求1所述的一种微型LED显示模块的封装结构，其特征在于，发光单元的

长度10-200μm，发光单元的宽度10-100μm。

3.根据权利要求1所述的一种微型LED显示模块的封装结构，其特征在于，第一倒装蓝

光芯片、倒装绿光芯片和第二倒装蓝光芯片通过覆晶技术固定到电路板上。

4.根据权利要求1所述的一种微型LED显示模块的封装结构，其特征在于，红色荧光层

为红色荧光粉。

5.根据权利要求4所述的一种微型LED显示模块的封装结构，其特征在于，红色荧光粉

是荧光粉与胶水混合物。

6.根据权利要求1所述的一种微型LED显示模块的封装结构，其特征在于，红色荧光层

为荧光陶瓷片或荧光玻璃片或荧光粉晶体。

7.根据权利要求1所述的一种微型LED显示模块的封装结构，其特征在于，填充层是黑

色、白色或者透明材料。
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一种微型LED显示模块的封装结构

技术领域

[0001] 本发明涉及LED封装技术领域，特别是一种微型LED显示模块的封装结构。

背景技术

[0002] 目前市场上户外显示屏主要采用全彩LED贴片器件，采用多颗全彩LED器件表贴至

电路板上，形成全彩LED阵列，最终起到户外显示的作用。其中贴片LED器件均采用正装芯片

的方式封装，由于正装芯片封装的局限性，目前市场的贴片LED封装尺寸已接近极限，进一

步缩小器件尺寸提升显示屏分辨率存在较大难度；且采用贴片器件表贴至电路板的方式，

受制于电路板及贴片工艺，LED间存在较大间隙，也造成显示屏的分辨率无法进一步提升。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的不足而提供一种微型LED显示模块

的封装结构，使得LED直接封装在电路板上，避免了多颗LED器件之间的贴片间隙，提升LED

分辨率；同时本发明使得每个RGB发光单元尺寸达到微米级尺寸，远小于传统贴片器件尺

寸，进一步提升了显示分辨率。

[0004] 本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案：

根据本发明提出的一种微型LED显示模块的封装结构，包括电路板、多个发光单元和透

明封装层，发光单元包括第一倒装蓝光芯片、倒装绿光芯片和第二倒装蓝光芯片，第一倒装

蓝光芯片、倒装绿光芯片、第二倒装蓝光芯片依次固定在电路板上，发光单元与发光单元之

间、第一倒装蓝光芯片与倒装绿光芯片之间、倒装绿光芯片与第二倒装蓝光芯片之间的间

隙均用填充层来填充，第一倒装蓝光芯片或者第二倒装蓝光芯片上涂覆有红色荧光层，透

明封装层包裹于整个电路板和发光单元的表面。

[0005] 作为本发明所述的一种微型LED显示模块的封装结构进一步优化方案，发光单元

的长度10-200μm，发光单元的宽度10-100μm。

[0006] 作为本发明所述的一种微型LED显示模块的封装结构进一步优化方案，第一倒装

蓝光芯片、倒装绿光芯片和第二倒装蓝光芯片通过覆晶技术固定到电路板上。

[0007] 作为本发明所述的一种微型LED显示模块的封装结构进一步优化方案，红色荧光

层为红色荧光粉。

[0008] 作为本发明所述的一种微型LED显示模块的封装结构进一步优化方案，红色荧光

粉是荧光粉与胶水混合物。

[0009] 作为本发明所述的一种微型LED显示模块的封装结构进一步优化方案，红色荧光

层为荧光陶瓷片或荧光玻璃片或荧光粉晶体。

[0010] 作为本发明所述的一种微型LED显示模块的封装结构进一步优化方案，填充层是

黑色、白色或者透明材料。

[0011] 本发明采用以上技术方案与现有技术相比，具有以下技术效果：

（1）本发明将LED发光单元直接集成至电路板上，避免了单颗LED标贴的方式造成发光
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单元间的间隙；

（2）本发明采用覆晶技术与LED集成方案相结合，单个LED发光单元尺寸缩小至微米级，

大幅缩小单个LED发光单元尺寸，提升显示分辨率；

（3）本发明中红光采用蓝光芯片涂覆荧光粉的方式获得，避免了传统红光芯片热漂移

的问题,提升LED显示模块的颜色稳定性。

附图说明

[0012] 图1是电路板示意图。

[0013] 图2是倒装芯片固定到电路板示意图。

[0014] 图3是将倒装芯片间的间隙采用填充层填充示意图。

[0015] 图4是在一颗倒装蓝光芯片上涂覆荧光层示意图。

[0016] 图5是在LED芯片表面使用透明封装层封装示意图。

[0017] 图6是LED显示模块截面示意图。

[0018] 图中的附图标记解释为：1-电路板，2-电路板上预留芯片电极，3-电路板上单个发

光单元区域，4-第一倒装蓝光芯片，5-倒装绿光芯片，6-第二倒装蓝光芯片，7-填充层，8-红

色荧光层，9-透明封装层。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明：

如图1准备显示模块电路板1，图2是将第一倒装蓝光芯片4、倒装绿光芯片5、第二倒装

蓝光芯片6采用覆晶技术固定到电路板相应的电极上，图3是采用填充层7将芯片间的间隙

进行填充，图4是在第二倒装蓝光芯片6表面涂覆红色荧光层8，使得蓝光芯片发光后，经红

色荧光层激发全吸收发出红光，图5是在整个模块表面采用透明封装层进行封装，保护模块

的内部结构，完成一种微型LED显示模块的封装。

[0020] 图6是LED显示模块截面示意图，一种微型LED显示模块的封装结构，其特征在于，

包括电路板、多个发光单元和透明封装层，发光单元包括第一倒装蓝光芯片、倒装绿光芯片

和第二倒装蓝光芯片，第一倒装蓝光芯片、倒装绿光芯片、第二倒装蓝光芯片依次固定在电

路板上，发光单元与发光单元之间、第一倒装蓝光芯片与倒装绿光芯片之间、倒装绿光芯片

与第二倒装蓝光芯片之间的间隙均用填充层来填充，第一倒装蓝光芯片或者第二倒装蓝光

芯片上涂覆有红色荧光层，透明封装层包裹于整个电路板和发光单元的表面。

[0021] 一种微型LED显示模块封装方法，包括以下步骤：

步骤一、提电路板，电路板上预留芯片连接电极；

步骤二、将倒装蓝光芯片、倒装绿光芯片、倒装蓝光芯片依次固定到电路板相应电极

上；

步骤三、采用填充层将芯片间的间隙进行填充；

步骤四、在一颗蓝光芯片表面涂覆红色荧光层；

步骤五、将整个模块表面采用透明封装层进行封装，完成一种微型LED显示模块的封

装。

[0022] 本发明采用LED芯片直接在电路板上进行封装，减少了贴片器件贴装时LED颗粒间
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的间隙，同时采用倒装芯片覆晶工艺，使得单个发光单元尺寸大幅缩小至微米级，提升发光

单元密度，最终显示分辨率更高；且采用蓝光芯片涂覆红色荧光层的方案，解决了传统红光

芯片与蓝光芯片热漂移不一致的问题，提升了显示屏热漂移色差的问题。

[0023] 显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对

本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可

以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些

属于本发明的实质精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍属于本发明的保护范围。
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图3

图4
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图5

图6
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